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摘要(译)

一种用于快速拆卸植入物和用于定位可拆卸植入物的分离区的系统和方
法。当传感器从微导管内传递到暴露于脉管系统时，传感器确定局部环
境的突然变化。传感器可以是温度传感器，超声波传感器，压力传感器
等。如果可拆卸植入物组件使用加热器线圈来分离植入物，则加热器线
圈可用作传感器。另外，如果当植入物离开微导管并改变形状时可检测
到电阻的变化，则植入物本身可用作传感器。
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